
(57)【要約】
【目的】  電気配線と光配線が同じ配線板に収容された
電気配線・光配線混載フレキシブルプリント配線板及び
その基板を提供する。
【構成】  光導波路を形成した高分子フィルムと金属配
線とを主構成要素とする電気配線・光配線混載フレキシ
ブルプリント配線板。光導波路を形成した高分子フィル
ムと金属箔とを主構成要素とする電気配線・光配線混載
フレキシブルプリント配線板用基板。該各高分子フィル
ムの主基材としては、ポリイミド、特に有機テトラカル
ボン酸と、２，２′－ビス（トリフルオロメチル）－
４，４′－ジアミノビフェニルとのポリイミドが好適で
ある。
【効果】  配線板は、柔軟性、軽量などの特徴を有して
いるため、今後の光通信装置、光情報装置の高度化に寄
与でき、該基板から容易に作製できる。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  光導波路を形成した高分子フィルムと金
属配線とを主構成要素とすることを特徴とする電気配線
・光配線混載フレキシブルプリント配線板。
【請求項２】  光導波路を形成した高分子フィルムと金
属箔とを主構成要素とすることを特徴とする電気配線・
光配線混載フレキシブルプリント配線板用基板。
【請求項３】  該光導波路を形成した高分子フィルムの
主基材としてポリイミドを用いることを特徴とする請求

項１に記載の電気配線・光配線混載フレキシブルプリン
ト配線板。
【請求項４】  該光導波路を形成した高分子フィルムの
主基材としてポリイミドを用いることを特徴とする請求
項２に記載の電気配線・光配線混載フレキシブルプリン
ト配線板用基板。
【請求項５】  該光導波路を形成した高分子フィルムの
主基材として下記の一般式（化１）：
【化１】

（但しＸは４価の有機基）で表される繰返し単位を含む
ポリイミドを用いることを特徴とする請求項１に記載の
電気配線・光配線混載フレキシブルプリント配線板。

【請求項６】  該光導波路を形成した高分子フィルムの
主基材として下記の一般式（化１）：
【化１】

（但しＸは４価の有機基）で表される繰返し単位を含む
ポリイミドを用いることを特徴とする請求項２に記載の
電気配線・光配線混載フレキシブルプリント配線板用基
板。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、高分子フィルムを用い
た電気配線・光配線混載フレキシブルプリント配線板及
びその基板に関する。
【０００２】
【従来の技術】フレキシブルプリント配線板は狭い空間
を自由に配線できるメリットを生かしてカメラ、電子時
計、電卓など小型電子装置、電子部品に多く使用されて
いる。今後更に小型コンピュータ、交換機、ＯＡ機器な
ど適用領域は拡大していくものと予想される。一方光フ
ァイバの開発による光通信システムの実用化に伴い、種
々の光通信用部品の開発が行われている。またこれら光
部品を高密度に実装する光配線技術、特に光導波路技術
の確立が望まれている。一般に、光導波路には、光損失
が小さい、製造が容易、コアとクラッドの屈折率差を制
御できる、耐熱性に優れている、等の条件が要求され
る。低損失な光導波路としては石英系が主に検討されて

おり、光ファイバで実証済のように石英は光透過性が極
めて良好であるため導波路とした場合も波長が１．３μ
ｍにおいて０．１dB／cm以下の低光損失化が達成されて
いる。しかしその光導波路作製に長時間を必要とする、
作製時に高温が必要である、大面積化が困難であるなど
製造上の問題点がある。これに対してポリメチルメタク
リレートなどの高分子光導波路は、フィルム化や低い温
度での成形が可能であり、低価格が期待できるなどの長
所がある一方耐熱性に劣るという欠点がある。そのよう
なことから耐熱性に優れた高分子光導波路が期待される
に至っている。
【０００３】ところでフレキシブルプリント配線板のベ
ースフィルムとして用いられている耐熱性に優れたポリ
イミドは、これまで光導波路などの光学部品への適用実
績はほとんどない。本発明者らは光導波路に適用可能な
ポリイミド光学材料について研究開発を進めているが、
ポリイミドを光学材料として適用していく上で光の透過
性に優れていること、屈折率を自由に制御できることの
二点が特に重要である。本発明者らは特開平３－７２５
２８号公報で透明なフッ素化ポリイミドを明らかにし、
更に特開平４－８７３４号公報ではこのフッ素化ポリイ
ミドを共重合することにより光導波路の形成に必要な屈
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折率制御が可能であることを明らかにしている。また特
開平４－９８０７号、同４－２３５５０５号、同４－２
３５５０６号各公報で明らかにしているようにこれらの
フッ素化ポリイミドを用いて光導波路の作製に成功して
いる。今後光通信技術や光情報処理技術の進展に伴い、
電気配線と光配線が同じ配線板に収容されることが要求
されていくものと考えられる。しかしながら現在のとこ
ろ電気配線と光配線が同じ配線板に収容されたフレキシ
ブルプリント配線板の報告はない。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、電気
配線と光配線が同じ配線板に収容された電気配線・光配
線混載フレキシブルプリント配線板及びその基板を提供
することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】本発明は、前記目的を達
成する電気配線・光配線混載フレキシブルプリント配線
板及びその基板に関するもので、本発明の第１の発明の
電気配線・光配線混載フレキシブルプリント配線板は、
光導波路を形成した高分子フィルムと金属配線とを主構
成要素とすることを特徴とする。本発明の第２の発明の
電気配線・光配線混載フレキシブルプリント配線板用基
板は、光導波路を形成した高分子フィルムと金属箔とを
主構成要素とすることを特徴とする。
【０００６】本発明の電気配線・光配線混載フレキシブ

ルプリント配線板の基本的な構成例を図示する。図１は
側面図、図２は平面図、図３は断面図を示す。各図にお
いて符号１は金属配線、２は光導波路のクラッド層、３
は光導波路のコア層を示す。
【０００７】１は金属配線としては例えば、銅、アルミ
ニウム、金などがあるが、通常は現在フレキシブルプリ
ント配線板で主に使用している銅が一般的である。金属
配線の厚さは現在３５μｍや１９μｍが主流であるが、
これ以外でも構わない。また金属配線の幅についても特
に限定はなく、現在のフレキシブルプリント配線板と同
様でよい。金属配線は図に示したように直接高分子フィ
ルムに密着していても良いし、接着剤を介して密着して
いても良い。
【０００８】また光導波路を形成した高分子フィルムの
クラッド層、コア層の基材は高分子材料であれば良く、
異なる高分子材料であっても良い。しかしコア層の屈折
率がクラッド層の屈折率より大きいことが必須である。
具体的な材料としては、ポリメチルメタクリレート、ポ
リスチレン、ポリエステル、ポリイミド、シリコン樹脂
などがある。フレキシブルプリント基板での実績、耐熱
性の観点からはポリイミドが好ましい。更に光導波路と
して開発の進んでいる下記の一般式（化１）：
【０００９】
【化１】

【００１０】（但しＸは４価の有機基）で表される繰返
し単位を含むポリイミドがより好ましい。しかし今後他
の高分子導波路の開発が進めば、当然のことながらその
材料を使用することができる。光導波路にはマルチモー
ドタイプ、シングルモードタイプがあるが、その両方と
も適用可能である。コア形状は球形、正方形、長方形等
いずれでも良く、またコアの寸法は導波路タイプによっ
てある程度の限定は受けるが、種々の寸法が可能であ
る。例えば正方形のコア形状でコア寸法は１～１００μ
ｍ程度が一般的である。クラッド層の厚さはコア層の厚
さに比較してあまり薄くなると光のロスにつながるので
好ましくない。コア層とクラッド層の総計の厚さが薄
く、フレキシブルプリント配線板としての機械的強度を
持ち得ない場合は支持フィルムを張り合せても良い。
【００１１】図に例示した電気配線・光配線混載フレキ
シブルプリント配線板は、基本的な構造のものであり、
例えば電気配線が両面にあるもの、更に多層化したも

の、光導波路のコア層が複数あるもの、更に多層にした
ものなど種々のものがある。
【００１２】電気配線・光配線混載フレキシブルプリン
ト配線板用基板は、光配線を施した高分子フィルムと金
属箔が一体化したもので、電気配線・光配線混載フレキ
シブルプリント配線板の配線処理を施す前の状態のもの
である。
【００１３】電気配線・光配線混載フレキシブルプリン
ト配線板は、次の通り作製する。まず光導波路を有する
高分子フィルムを形成し、その後接着剤により金属箔を
張り付けるか、メッキ処理を施す。こうして得られた電
気配線・光配線混載フレキシブルプリント配線板用基板
に配線処理を施して電気配線・光配線混載フレキシブル
プリント配線板を得る。光導波路を有する高分子フィル
ムは、適当な基板上に作製した高分子光導波路を基板か
らはく離することにより得ることができる。
【００１４】
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【実施例】以下実施例を用いて本発明を詳しく説明す
る。なお本発明はこれらの実施例のみに限定されるもの
ではない。
【００１５】実施例１
２，２－ビス（３，４－ジカルボキシフェニル）ヘキサ
フルオロプロパン二無水物（６ＦＤＡ）と２，２′－ビ
ス（トリフルオロメチル）－４，４′－ジアミノビフェ
ニル（ＴＦＤＢ）及びＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド
（ＤＭＡｃ）から濃度１５wt％のポリアミド酸溶液を得
た。このポリアミド酸溶液をシリコンウェハ上にスピン
コートした後オーブン中で７０℃で２時間、１６０℃で
１時間、２５０℃で３０分、３８０℃で１時間加熱し、
イミド化を行い、厚さ３０μｍのポリイミドフィルムを
得た。次にＴＦＤＢと酸無水物の混合物（６ＦＤＡ：９
０ mol％、ピロメリット酸二無水物：１０ mol％）及び
ＤＭＡｃから下部クラッド層よりも屈折率の大きいポリ
イミドの前駆体であるポリアミド酸の濃度１５wt％溶液
を得た。このポリアミド酸溶液を上記下部クラッド層の
上にスピンコートした後オーブン中で７０℃で２時間、
１６０℃で１時間、２５０℃で３０分、３８０℃で１時
間加熱し、イミド化を行い、厚さ１０μｍのコア層を形
成した。このコア層の上に蒸着装置により、０．３μｍ
のアルミニウム膜を形成した。次に通常のポジ型レジス
トをスピンコート法により塗布した後プリベークを行っ
た。次に線幅１０μｍ、長さ６０mmのパターン形成用マ
スクを通して超高圧水銀ランプを用いて紫外線を照射し
た後現像液を用いて現像した。その後アフターベークを
した。次にレジストでコートされていないアルミニウム
のウェットエッチングを行った。洗浄乾燥後ドライエッ
チング装置を用いポリイミドの加工を行った。そしてポ
リイミドの上層にあるアルミニウムを上記したエッチン
グ液で除去し、コア層が１０μｍ幅のリッジ型光導波路

が得られた。更にこのリッジ型光導波路の上に下部クラ
ッド層と同じポリアミド酸溶液をスピンコートした後オ
ーブン中で７０℃で２時間、１６０℃で１時間、２５０
℃で３０分、３８０℃で１時間加熱し、イミド化を行
い、厚さ３０μｍの上部クラッドを形成した。こうして
作製したシリコンウェハ上のポリイミド光導波路を水中
に浸漬し、放置したところ光導波路が形成されたポリイ
ミドフィルムがはく離した。これを取出し、真空下１０
０℃で１時間乾燥した。次に光導波路が形成されたポリ
イミドフィルムに無電解メッキ法で銅を１８μｍメッキ
し、電気配線・光配線混載フレキシブルプリント配線板
用基板が得られた。更に通常のパターニング法により電
気配線を形成し、電気配線・光配線混載フレキシブルプ
リント配線板を得た。
【００１６】
【発明の効果】本発明の電気配線・光配線混載フレキシ
ブルプリント配線板は、電気信号と光信号を同時に伝送
することが可能で、かつ柔軟性、軽量などの特徴を有し
ているため、今後の光通信装置、光情報装置の高度化に
寄与できる効果がある。また電気配線・光配線混載フレ
キシブルプリント配線板用基板は、電気配線・光配線混
載フレキシブルプリント配線板を容易に作製できる効果
がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の電気配線・光配線混載フレキシブルプ
リント配線板の１例の側面図である。
【図２】本発明の図１の電気配線・光配線混載フレキシ
ブルプリント配線板の平面図である。
【図３】本発明の図１の電気配線・光配線混載フレキシ
ブルプリント配線板の断面図である。
【符号の説明】
１：金属配線、２：クラッド、３：コア

【図１】 【図２】 【図３】
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